
资资讯讯比亚迪半导体暂别“车芯第一股”
■本报实习记者 杨梓
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新能源汽车

11 月 15 日，比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚
迪”）宣布，终止旗下比亚迪半导体股份有限公司（以下
简称“比亚迪半导体”）分拆至深圳证券交易所创业板
上市。 目前离 IPO 只差临门一脚的比亚迪半导体为何
要暂别“车芯第一股”？

■■晶圆产能遇瓶颈

在比亚迪半导体尝试分拆上市期间， 我国新能源
汽车行业需求呈爆发式增长。 中汽协的数据显示，今年
前 10 个月，我国新能源汽车销量达到 548.5 万辆，同比
增长 1.1 倍。根据此前的预测，今年全年，新能源汽车销
量将达 600 万辆。

比亚迪表示，新能源汽车行业的高速增长态势，使
得晶圆产能成为车规级功率半导体模块产能的瓶颈。
比亚迪半导体为了扩大晶圆产能， 在审期间己投资实
施济南功率半导体产能建设项目。 济南项目目前己成
功投产，产能爬坡情况良好，但面对新能源汽车行业的
持续增长，新增晶圆产能仍远不能满足下游需求。

为尽快提升产能供给能力和自主可控能力， 比亚
迪半导体拟抢抓时间窗口， 开展大规模晶圆产能投资
建设。 在济南项目基础上，进一步增加大额投资，预计
对比亚迪半导体未来资产和业务结构将产生较大影
响。 为加快晶圆产能建设，综合考虑行业发展情况及未
来业务战略定位，统筹安排业务发展和资本运作规划，
决定终止推进本次分拆上市。

有业内人士分析称， 比亚迪的言外之意就是比
亚迪半导体认为提升晶圆产能才是目前工作的重中
之重。

据了解，晶圆作为芯片的原材料，其产能会直接
影响芯片产量。近年来，全球车企饱受“缺芯”困扰。汽
车行业数据预测公司 AFS 的最新数据显示， 截至 11
月 20 日，由于芯片短缺，今年全球汽车市场累计减产
约 405.51 万辆。 AFS 预测，到今年年底，全球汽车市场
累计减产量将达到 442.28 万辆。 同时，受下游新能源
汽车产业快速发展带动， 车辆所需芯片数量成倍增
加。 基于此，包括比亚迪半导体在内的半导体厂商均
在持续扩产。

■■上市之路一波三折

招股书显示，比亚迪半导体前身为比亚迪微电子，
成立于 2004 年 10 月， 于 2020 年更名为比亚迪半导
体，主营业务包括功率半导体、智能控制 IC、智能传感
器及光电半导体的研发、生产及销售。 在汽车领域，比
亚迪半导体已进入小鹏汽车、东风岚图、宇通汽车、小
康汽车、长安汽车等品牌客户的供应商体系。 在国内新
能源乘用车电机驱动控制器用 IGBT 模块中， 比亚迪
半导体在 2019 年、2020 年的市场占有率达到 19%，仅
次于英飞凌。2020 年通过两轮超过 27 亿元的融资引入

了包括中金、红杉、先进制造基金、小米产业基金等众
多知名机构，目前比亚迪控股 72.3%。

一直以来， 关于比亚迪半导体上市的消息不断，直
到 2020 年 12 月 30 日，比亚迪发布公告称，董事会同
意比亚迪半导体分拆上市， 并授权公司及比亚迪半导
体管理层启动分拆比亚迪半导体上市的前期筹备工
作。 2021 年 6 月，比亚迪半导体创业板 IPO 申请获深
交所受理；今年 1 月 27 日，获创业板上市委审核通过。

不过，比亚迪此前的上市之路并非一帆风顺。 事实
上， 比亚迪半导体曾于 2021 年 8 月、9 月以及今年 3
月、9 月因上市律所遭调查、 申请文件中记载的财务资
料过期导致上市进程四次被打断，并最终于今年 11 月
15 日按下终止键。

■■将择机再启动上市

数据显示，2019-2021 年， 比亚迪半导体营收分别
为 10.96 亿元、14.41 亿元、31.66 亿元， 净利润分别为
8511.49 万元、5863.24 万元、3.95 亿元。

值得注意的是， 虽然比亚迪半导体第三方销售拓
展呈上升趋势，但短期内第三方销售总体规模仍较小，
比亚迪半导体的营收大部分依仗于比亚迪。 招股书显
示，2019-2021 年， 比亚迪半导体向关联方比亚迪销售
商品、 提供劳务及合同能源管理服务的金额分别为
6.01 亿元、8.48 亿元、20.06 亿元， 占总收入的比例由
54.81%升至 63.37%。 关联交易占比较高也使得深交所

曾对比亚迪半导体的业务独立性、 财务独立性和资产
独立性分别进行了问询。

同时，关于比亚迪半导体的晶圆产能，证监会在此
前也曾提出问询。 证监会认为，目前多数国际主流半导
体设备厂商将资源更多投在 12 英寸设备研发及生产
上， 要求比亚迪半导体说明大规模投资 8 英寸晶圆生
产设备的商业合理性。

今年 7 月， 比亚迪半导体回复称，8 英寸晶圆设
备适配车规级半导体应用， 行业产能供给增速无法
匹配下游领域快速增长的市场需求。 购买的 8 英寸
功率半导体晶圆制造设备主要是以现阶段晶圆制造
工艺及技术积累为基础，快速形成有效产能，有效解
决短期内新能源汽车行业面临的功率半导体需求缺
口，12 英寸晶圆制造产线由于制造工艺及可靠性验
证等因素， 可能要花费 3-5 年时间才能形成完全匹
配下游需求的产能， 无法及时满足新能源汽车快速
增长的市场需求。

比亚迪表示，比亚迪半导体将继续投资建设晶
圆产能 ，进一步深化垂直整合 ，最大程度缓解产
能瓶颈 ，增强车规级半导体的产能供给能力和自
主可控能力 ，有效满足下游新能源汽车行业不断
扩张的整体市场需求 ，进而巩固比亚迪半导体的
可持续竞争优势 ，维持其行业领先地位 ，提升持
续盈利能力。

同时，比亚迪表示，待完成相关投资扩产后，公司
将择机再次启动比亚迪半导体的分拆上市工作。

ABB 移动式快充设备
助力电动方程式赛车新赛季

本报讯 ABB 近日公布了在 ABB 国际汽联电动
方程式世界锦标赛第九赛季中将使用的充电技术。届
时，ABB将成为该系列赛事的官方充电供应商。

据悉， 此次 ABB 提供的移动式快速充电设备，
将在赛前和比赛过程中为全新的第三代电动赛车充
电。 每个充电设备的功率可达 160kW，能够在比赛
前以各 80kW 的功率同时为两辆赛车充电， 大大减
少了充电设备的占地面积， 还减少了运输设备导致
的排放。 据了解，ABB 的移动式快速充电设备已经
在公路车充电应用中得到了验证， 可以适配全球的
电源系统。

ABB 电动交通首席执行官弗兰克·米隆（Frank
Mühlon）表示：“我们很高兴将创新的充电解决方案
带到世界瞩目的电动汽车舞台———ABB 国际汽联
电动方程式世界锦标赛。 为第三代赛车提供充电支
持能够让我们获取在快节奏、 高竞争度的环境中进
行充电的宝贵信息。 我们会将这些经验和知识用于
对 ABB 充电设备的不断改进中。 ”

电动方程式锦标赛首席执行官杰米·莱格尔
（Jamie Reigle） 表示：“技术进步和可持续创新是
ABB 国际汽联电动方程式世界锦标赛的基石。我们
与 ABB 的合作是基于对推进电动出行的共同承
诺。 ABB 的移动式快速充电设备确立了行业标准，
并将成为电动方程式赛车赛事的关键充电基础设
施。 我们期待在严格的赛事标准下展示 ABB 领先
的充电产品，并由此证明高性能和可持续性两者不
相矛盾，可以共存。 ”

据了解，ABB 于 2010 年进入电动汽车市场，目
前已在全球超过 85个市场中售出了超过 4 万个直流
快速充电桩和 80万个交流充电桩。 （穆紫）

博世智能驾驶研发中心启用
本报讯 11 月 22 日，博世宣布，旗下未来智能驾

驶与控制（上海）研发中心正式落成启用。
据悉，新研发中心是博世智能驾驶与控制事业部

继苏州工业园区、上海虹桥临空经济园区之后在中国
设立的第三个研发中心，同时也是规模最大的研发中
心。该研发中心位于上海浦东金桥，总投资额超过 1.5
亿元人民币，办公面积超过 1 万平方米，未来将有超
过 540 名研发人员在此从事智能座舱与高阶智能驾
驶领域的技术研发，尤其是软件相关的研发工作。

新研发中心的落成启用， 将进一步提升博世在
未来出行领域的本土研发实力，更好服务本土市场，
助力客户应对软件定义汽车的产业变革。

“汽车产业正向电气化、自动化、互联化以及个
性化加速变革，尤其是在中国市场。 ”博世集团董事
会主席史蒂凡·哈通博士表示：“我们非常高兴博世
能够积极参与和支持中国市场汽车智能化与电动化
发展。相信伴随新研发中心的建立，博世将为中国以
及全球客户提供更多智能汽车解决方案。 ” （穆紫）


